
È‰˜ÈÂ¯Ë˜Ï‡‰˙ÈÈ˘Úˆ·˙ת
–È· ¨ÌÈ·¯ ÌÈ¯‚˙‡ ÈÙ· ÌÂÈÎ
˙ÂÈÏ‡ÂÈˆ˜ÂÙ ˙Ï„‚‰ ¨Ì‰È
¯ÂÙÈ˘ ¨ÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ ¯ˆÂÓ‰
–Ù‰Â ®Time-To-Market© ˜Â˘Ï ‰·Â‚˙‰ ÔÓÊ
·ÈÈÁÓ ¯ˆÂÓ‰ ÈÚÂˆÈ· ¯ÂÙÈ˘ Æ˙ÂÈÂÏÚ ˙˙Á
˙‡ ÌÈÁ˙ÂÓ ¯˘‡ ÌÈ·Î¯ÂÓ ÌÈ·ÈÎ¯ ˙ÙÒÂ‰
˙·Î¯‰Â ¯ÂˆÈÈ ˙ÂÏÂÎÈ Ï˘ ‰ˆ˜‰ ˙ÂÏÂ·‚
ÈÏÚ· ÌÈ·ÈÎ¯ Ï˘ ˜Â˘Ï ‰ÒÈÎ‰ ÆÌÈÏ‚ÚÓ‰
‰‚¯„Ó ˙ˆÈÙ˜ ‰È‰ ‰ËÓÂ ∞Æµmm Ï˘ Pitch
–Î‰ ÈÙ ÏÚ ˙¯ˆÂ‰ ˙ÂÙÈÙˆ‰ ˙Ó¯ ˙ÈÁ·Ó
Í¯ÂÚÂ ‰¯ÓÂÁ‰ Ò„‰Ó ÆÈÏÓ˘Á‰ ÒÈË¯
–·‚ÓÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ÌÈ˘¯„ ÌÈÏ‚ÚÓ‰
ÌÚ „ÁÈÂ ¨ÌÂÈ‰ ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈ‚ÂÏÂÎË‰ ˙ÂÏ
Ï˘ ÈÂÎÒÁÂ ÏÈÚÈ ¨ÌÎÁ ÔÂÎ˙ ¯˘Ù‡Ï ˙‡Ê

ÆÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ ÒÈË¯Î· ÂÏ‡ ÌÈ·ÈÎ¯
„„Â· ÒÙ„ÂÓ Ï‚ÚÓ· ÌÈ·ÈÎ¯‰ ˙ÂÓÎ
¯ÙÒÓÏ Ì‡˙‰· ‰˘ ÏÎ· ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰Ï„‚
–¯ÂÓ ÌÂÈ‰ ÌÈ·ÈÎ¯‰  ÆÌÈ˘¯„‰ ÌÈÓÂ˘ÈÈ‰
Ï„‚ IØO È·ÈÎ¯· ˘ÂÓÈ˘‰Â ÌÚÙ–È‡Ó ÌÈ·Î
‰‡ˆÂ˙‰ Æ‰˘ ÏÎ·  ∑∞•≠≥∞ Ï˘ ¯ÂÚÈ˘·
ÁË˘ ÈÙ ÏÚ ¯˙ÂÈ  ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÙÈÙˆ ‡È‰
È¯ˆÈ ÔÂÂÈÎÓ Ì‚ ‰ÚÈ‚Ó ÂÊ ‰˘È¯„ ÆÒÈË¯Î‰
¯˘‡ ®Consumer Products© ‰ÎÈ¯ˆ‰ È¯ˆÂÓ
¯˙ÂÈ  ‚È˘‰ÏÂ ¯ˆÂÓ‰ ˙‡ ¯ÚÊÓÏ  ÌÈÒÓ

ÆÁË˘ ˙ÂÁÙ· ÌÈÚÂˆÈ·
–È˘· ÌÈÈÏ‡È„¯˜‰ ÌÈ¯‚˙‡‰ „Á‡
ÏÎ  ·Â˙È ÂÈ‰ ¨IØO È·Â¯Ó ÌÈ·ÈÎ¯·  ˘ÂÓ
®‰Ó„‡‰Â Á˙Ó‰ Ï‚ÈÒ‰© ˙ÂÒÈÎØ˙Â‡ÈˆÈ‰
˙ÂÚÓÈ‰  ˙Ú· ‰·Â ÒÈË¯ÎÏ  ·ÈÎ¯‰ Ï˘
ÂÙÂÒ· ‡È·˙˘ Ï‚ÚÓ‰ ˙Â·Î¯ÂÓ· ‰ÈÏÚÓ

Æ¯ÂˆÈÈ‰ ¯Â˜ÈÈÏ ¯·„ Ï˘
¯ˆÂÓ‰ ÈÓÂ˘ÈÈ ˙Ï„‚‰· ¯·Â‚‰ Í¯Âˆ‰
˙‡ ÂÏÈ·Â‰ ¨Â¯ÂÚÊÓ· ˙Ú· Â·Â ÈÂ¯Ë˜Ï‡‰
ÛÂ‚ ˙Ë˜‰ Ï˘  ÍÏ‰ÓÏ  ÌÈ·ÈÎ¯‰ È¯ˆÈ
Ï˘ ÈÊÈÙ‰ ÁË˘‰ ˙„¯Â‰ È„È–ÏÚ ÌÈÊ¯‡Ó‰
‰Î „Ú Ì‡ Æ·ÈÎ¯‰Ó ‰ÒÈÎØ‰‡ÈˆÈ‰ ˙Â„Â˜

·ÈÎ¯ Ï˘  ÌÈÈÙ‰ ®Pitch© ÈÊÎ¯Ó  ÔÈ· ˜Á¯Ó
Â‡ ˙ÚÎ ¨Ó¢Ó ±Æ≤∑ Â‡ ± ÂÈ‰ ÈÒÂÙÈË BGA
Pitch  ÈÏÚ· ÌÈ·ÈÎ¯ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÌÈˆÏ‡
ÏÚ ÚÈÙ˘Ó ‰Ê ÍÏ‰Ó Æ‰ËÓÂ Ó¢Ó ∞Æµ Ï˘
–ÂÚ·Â ˙Ú· ˙Â·Î¯‰‰ È˙·Â ÌÈÏ‚ÚÓ‰ È¯ˆÈ
ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈÂ˘‡¯‰ Æ˙Á‡ ‰
˙¯ÈˆÈ ¨¯˙ÂÈ· ¯ˆ ·ÁÂ¯· ÌÈÎÈÏÂÓ Ï˘ ¯ÂˆÈÈ
˙ÁË·‰ ¨˙ÈÏÓÈËÙÂ‡ soldermask ¯Â¯Á˘
–‰˙Â PCB –‰ ˙˜È„·Ï ˙Â˙Â‡ Ú‚Ó ˙Â„Â˜
ÏÂÓ ÌÈ·ˆÈ ÌÈÂ¯Á‡‰ ÆÌÈÈ˘„Á ¯ÂˆÈÈ ÈÎÈÏ
˙˜ÈÂ„Ó ‰Ó˘‰ ¨ÔÎ Ì‚ ÌÈÏ˜ ‡Ï ÌÈ¯‚˙‡
ıÂÏÈÁ ¨®Alignment© SMT–‰ ˙ÂÂÎÓ· ¯˙ÂÈ
ÔÎÂ REWORK–‰ ˙ÂÎÓ· ·ÈÎ¯‰ Ï˘ ‰Ó˘‰Â

Æ‰ÓÁÏ‰‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙˜È„·Â ÈÂ‰ÈÊ

נדרש תכנון חכם
¯‡˘È‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ‡Ï ÌÈÏ‚ÚÓ‰ ÈÎ¯ÂÚ
Â¯˘Ù‡È˘ ˙ÂËÈ˘ Á˙ÙÏ ÌÈ·ÈÈÁÂ ¯ÂÁ‡Ó
ÍÂ˙ ·ÈÎ¯·  ÌÈÈÙ‰  ÏÏÎ  ÏÂˆÈÂ  ÔÂÎ ·Â˙È
¨‰Ê ‰¯˜Ó· Æ¯ÂˆÈÈ‰ ˙ÂÏ·‚ÂÓ· ˙Â·˘Á˙‰
–ÂÁ‰  Æ‰‡ˆÂ˙‰Ó  ˙ÂÁÙ  ‡Ï ‰·Â˘Á  Í¯„‰
˙˜ÙÒÓ ‰‡ˆÂ˙Ï  ÚÈ‚‰Ï  ˜¯ ‡Ï ‡È‰ ‰ÓÎ
‚È˘‰Ï ÍÈ‡ ‰·˘ÁÓ ÚÈ˜˘‰Ï ¯˜ÈÚ· ‡Ï‡
‰¯ËÓ‰ Æ¯˙ÂÈ· ÈÏ‡ÓÈËÙÂ‡‰ ÔÂ¯˙Ù‰ ˙‡
ÚÓÈ ¯˘‡ ÌÎÁÂ  ÏÈÚÈ  ÔÂÎ˙ Úˆ·Ï ‡È‰

¯˘‡ ÒÈË¯Î‰ ˙Â·Î¯ÂÓ ˙Ï„‚‰ ˙‡

סירקיטק ,COO ניסן, ארבל <

מוליך הקיים רוחב ייצור של טכנולוגית יכולת - 1 איור
בעולם PCB יצרני אצל

BGA רכיבי עם מתמודדים איך
ומטה? Pitch 0.5mm בעלי

ומטה הינה קפיצת 0.5mm של Pitch בעלי רכיבים הכניסה לשוק של
החשמלי הכרטיס פני על הנוצרת הצפיפות רמת מבחינת מדרגה
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Ï‚ÚÓ‰ ˙Â¯˜ÈÈ˙‰Ï Ì¯Â‚ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·
˙Â‡ÈˆÈ‰ Ï˘ ÔÂÎÂ È˙Â„È„È ÔÂÎ˙ ÆÒÙ„ÂÓ‰
˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÎÏ˘‰ ÏÚ· ‡Â‰ ÂÏ‡ ÌÈ·ÈÎ¯Ó
˙ÚÈÓ ¨Ï‚ÚÓ·  ˙Â·Î˘‰  ˙ÂÓÎ ˙¯ÈÓ˘ ÏÚ
ÍÎ·Â ÌÈ¯˜ÈÂ  ÌÈÈ˘„Á  ¯ÂˆÈÈ ÈÎÈÏ‰˙

ÆPCB–‰ ˙ÂÏÚ ÏÚ ‰ËÈÏ˘
ÔÓÊ· ÂÈÏ‡ ·Ï ÌÈ˘Ï ÈÂ‡¯˘ ÛÒÂ Ë·È‰
ÏÚ ÌÈËÈÏÁÓ ¯˘‡Î  ¨Ï‚ÚÓ‰ Ï˘ ÔÂÎ˙‰
˙¯È‚Ò ‡Â‰ ¨ÒÈË¯Î‰ ˙Â·Î¯ÂÓ ˙‡ÏÚ‰

ÆÌÏÂÚ· PCB–‰ È¯ˆÈ ˙È·¯Ó ÈÙ· ˙Ï„‰
˙‡ ıÏ‡Ó ¯˙ÂÈ· ÍÂÓ ÍÈÏÂÓ ·ÁÂ¯ ÔÂÎ˙
‰È‚ÂÏÂÎË‰  ‰ˆ˜· „Â·ÚÏ  ¯Á·‰ Ô¯ˆÈ‰
ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ‡ ÌÈ¯ˆÈ‰ Ï˘ ËÏÁÂÓ ·Â¯ ¯˘‡Î
PCB È˜ÙÒ ÏÚ ˙ÂÚ˘È‰ ÆÂÏ‡ ˙ÂÏÂÎÈ ˜ÙÒÏ
–ÂÎË ˙ÂÏÂÎÈ ÚÈˆ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ¯˘‡ ÌÈ„„Â·
¯Ú˘‰ ˙ÏÈÚ ˙Ú· ‰·Â  ¨˙ÂÓ„˜˙Ó ˙ÂÈ‚ÂÏ
‡Ï˘ ÌÏÂÚ‰ È·Á¯· ÌÈ·¯ PCB È¯ˆÈ ¯Â·Ú
ÌˆÓˆÏ ÏÂÏÚ ¨ÂÏ‡ ˙Â˘È¯„· „ÂÓÚÏ ÌÈÏÂÎÈ
˙È˙ÂÚÓ˘Ó  ‰¯Âˆ· ‰˜ÙÒ‰‰  ˙Â¯Â˜Ó ˙‡
Æ‰˜ÙÒ‡‰ ˙¯˘¯˘ ˙Â„ÈÓÚ ˙‡ ˘ÈÏÁ‰ÏÂ
‰ÈÁ·Ó ¨ÛÒÂ Ô¯ˆÈ ÔÂÁ·Ï ‰ˆ¯ „È˙Ú· Ì‡
ÈÙ¯‚Â‡È‚ ÌÂ˜ÈÓ Â‡ ˙ÂÏÚ Ï˘ ˙È‚Ë¯ËÒ‡
˙ÁÈ¯Ù  ÌÚ  Æ˙‡Ê  Úˆ·Ï  ÏÎÂ  ‡Ï  ¨Û„ÚÂÓ
–Î ÌÂÈÎ ÒÙÂ˙˘ ¨Á¯ÊÓ· PCB–‰ ¯ÂˆÈÈ ˜Â˘
ÚˆÂÓÓ ·ˆ˜· Ï„‚Â ÌÏÂÚ· ¯ÂˆÈÈ‰Ó µπÆ∑•
˙È˙˘‰ ‰¯È˜Ò‰ Ù¢Ú© ‰˘· ±µ•–Î Ï˘

‡„ÂÂÏ  È‡„Î ®WALT CUSTER Ï˘ ≤∞∞∑–·
Ì‚ ˙ÂÓ‡Â˙ ÒÈË¯Î‰ Ï˘ ¯ÂˆÈÈ‰ ˙Â˘È¯„˘
„Ú ÂÏ‡ ÌÈ˜ÂÂ˘· ˙ÓÈÈ˜‰ ‰È‚ÂÏÂÎË‰ ˙‡

ÆÔ˙È˘ ‰ÓÎ
®Time-To-Market© ˜Â˘Ï ‰·Â‚˙‰ ÔÓÊ
˙˘È¯„Ó ÚÙ˘ÂÓ‰ ÛÒÂ ÔÂÈ¯ËÈ¯˜ ‡Â‰
Æ˙Â‡ÈˆÓ‰ ˙·ÈÂÁÓ ‰È‡˘ ˙ÓÊ‚ÂÓ ÔÂÎ˙
¯ÂˆÈÈ ˙Â˘È¯„ ÈÏÚ· ÌÈÏ‚ÚÓ˘ ‡È‰ ‰Á‰‰
¯È„˙ ÌÈ‡ˆÓ ‡Ï ¯˙ÂÈ· ˙Ó„˜˙Ó‰ ‰Ó¯·
Æ‰È‰È˘ ÏÎÎ ÁÏˆÂÓ Ô¯ˆÈ‰ Ï˘ ÂÁÏÂ˘ ÏÚ
¯ÂˆÈÈ ÈÎÈÏ‰˙· ÔÂÈÒÈ‰Â Ú„È‰˘ ÔÂÂÈÎ ¨ÔÎÏ
–¯Î  ÌÚ ‰„Â·Ú ˙ÓÂÚÏ ˙ÈÒÁÈ ÍÂÓ  ÂÏ‡
‡‰È ¯ÂˆÈÈ‰ ÔÓÊ Í˘Ó ¨ÌÈÈË¯„ËÒ ÌÈÒÈË
Ï˘ ÂÁ˙ÙÏ  ÛÂÒ·Ï Ï‚Ï‚˙ÈÂ  ¯˙ÂÈ ‰Â·‚

ÆÈÙÂÒ‰ ÁÂ˜Ï‰

במרווח מוליך מעבירים איך
4 מיל? של

˙Â„Â˜  ÔÈ· ˙¯ˆÂ˘ ‰‰Â·‚‰  ˙ÂÙÈÙˆ‰
–Á‰ ÌÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ ÌÈ·ÈÎ¯‰ Ï˘ IØO–‰
ÌÈÓ‡Â˙ ÌÈ„Ù  Ï˘ ÔÂÎ˙  ˙·ÈÈÁÓ ¨ÌÈ˘„
¯ˆÂ‰  ÌˆÓÂˆÓ‰ ˜Á¯Ó‰ ÆPCB–‰  ÈÙ ÏÚ
–ÂÓ  Ï˘ ·Â˙È ¯˘Ù‡Ó ÂÈ‡ ÌÈ„Ù‰  ÔÈ·
ÔÈ· ˜Á¯Ó ÈÏÚ· ˙ÂÊÈ¯‡ ÆÌ‰ÈÈ· ÌÈÎÈÏ
ÌÈ¯È˙ÂÓ ¨Ó¢Ó ∞Æµ Ï˘ ®pitch© ÌÈÈÙ ÈÊÎ¯Ó
˙‡ ˙ˆÏ‡Ó  ¯˘‡  ÌÈ„Ù‰  ÔÈ·  ‰¯ˆ ‰ÚÂˆ¯

ÔÂ¯˙Ù ÏÚ ·Â˘ÁÏ ÌÈÏ‚ÚÓ‰ Í¯ÂÚØÒ„‰Ó‰
Ï˘ ®fan-out© ‰ÒÈ¯Ù ¯˘Ù‡Ï È„Î È˙¯ÈˆÈ
≤ ¯ÂÈ‡· ÆÒÙ„ÂÓ‰ Ï‚ÚÓÏ ·ÈÎ¯‰Ó ÌÈÎÈÏÂÓ
ÂÏ‡ ÌÈ¯˜Ó· ¯‡˘˘ ÁË˘‰ ÈÎ ˙Â‡¯Ï Ô˙È
˙ÓÈÁ˙  ¯Á‡Ï ¨ÏÈÓ  ¥  Î¢‰Ò· ‡Â‰  ËÂÂÈÁÏ
–‰ ˙Ú·Ë· ®ball© ·ÈÎ¯‰ Ï˘ Ú‚Ó‰ ˙„Â˜

ÆSoldermask
–ÂÓ‰ ˙‡ ÏÈÎ‰Ï ¯ÂÓ‡ ®ÏÈÓ ¥© ‰Ê ·Á¯Ó

ÆÂÈ„Èˆ È˘Ó ÈÏ‡ÓÈÈÓ È˜ ÁÂÂ¯Ó ÔÎÂ ÍÈÏ
Ô¯ˆÈ  ˙ÂÏÂÎÈÏ ¯·ÚÓ ‡È‰ ÂÊ  ‰˘È¯„
®± ¯ÂÈ‡© ÌÂÈ‰ ÌÈ‚ÈˆÓ ÌÈÂ¯Á‡‰ ÆPCB–‰
≤Æ≤ ¨ÏÈÓ ≥ Ï˘ ÍÈÏÂÓ ·ÁÂ¯ ¯ÂˆÈÈ ˙ÂÏÂÎÈ
Ô˙È˘ ¨ÏÈÓ ±Æ¥ Ï˘ ÌÂÓÈÈÓÏ „ÚÂ ÏÈÓ
¨¯ÂÓ‡Ï ÆÌÈ„„Â·  PCB  È¯ˆÈ Ïˆ‡ ‡ÂˆÓÏ
˙ÁÂÂ¯‰ ‰È‚ÂÏÂÎËÏ Ì‡˙‰· „Â·Ú Ì‡
¯È·Ú‰Ï  È„Î ¨ÍÈÏÂÓ  ·ÁÂ¯ ÏÈÓ ≥  Ï˘ ÌÂÈÎ
ÏÈÓ π ˙ÂÁÙÏ ˘¯„ ÌÈ„Ù È˘ ÔÈ· ÍÈÏÂÓ
≤–Ó ˙Á‡ ÏÎÓ ˜Á¯ÓÏ ≥–Â ÍÈÏÂÓÏ ≥© Æ·ÁÂ¯

Æ®ÂÈ˙Âˆ˜
ÌÈÎÈÏÂÓ ˙ÒÈ¯Ù ÚÂˆÈ·Ï ·Â˙È ˙Â˜ÈÎË
ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï  ˙·ÈÈÁ  ·ÈÎ¯‰Ó ˙È·ËÈÓ
ÌÈÈÙ ÈÊÎ¯Ó  ÔÈ· ˜Á¯Ó  ∫ÌÈÓ¯Â‚ ¯ÙÒÓ
‚ÂÒ ¨IØO ˙Â„Â˜ ¯ÙÒÓ ¨„Ù‰ ¯ËÂ˜ ®Pitch©
ÍÈÏÂÓ  ·ÁÂ¯ ¨ÔÂÈÒ ÈÏ·˜ ÌÂ˜ÈÓ  ¨VIA–‰
‡Â‰ ÔÂÈÒ‰ ÈÏ·˜ ÌÂ˜ÈÓ Æ˙Â·Î˘ ˙ÂÓÎÂ
¯ÂÓ‡ ÔÂÈÒ‰ Ï·˜ ÆÈËÈ¯˜ „Â‡Ó ÔÎ Ì‚ ÚÈÓ
„ÙÏ ¯˙ÂÈ· ·Â¯˜‰ ÌÂ˜ÈÓ· Ì˜ÂÓÓ ˙ÂÈ‰Ï
‰‰Â·‚  ˙Â‡¯˘‰ ˙¯ˆÂ ¨˙¯Á‡  ÆBGA–‰

ÆÏ‚ÚÓ·  ˙¯˙ÂÈÓÂ
¨ÌÈÙÂÙˆ ÌÈÊ¯‡Ó ÌÚ ÌÈ„·ÂÚ ¯˘‡Î
„ˆÈÎ ÔÂÁ·Ï È„Î Ì„˜ÂÓ ÔÂÎ˙ Úˆ·Ï ÍÈ¯ˆ
Ï˘ ˙ÂÈÏÓÈËÙÂ‡  ˙Â‡ÈˆÈ  Úˆ·Ï ‰È‰È Ô˙È
·ÈÎ¯ ÏÚ ¯·Â„Ó ¯˘‡Î ÆÌÈ„Ù‰Ó ÌÈÎÈÏÂÓ
˙‡  ¯Â˙ÙÏ Ô˙È  ¨ÌÈÈÙ  Ï˘ ˙Â¯Â˘ ≤  ÏÚ·
˙¯„‚‰ È¢Ú ˙ÂÏ˜· ÌÈÎÈÏÂÓ‰ Ï˘ ‰ÒÈ¯Ù‰
ÆÌÈÈÙÏ ˙Â„ÂÓˆ‰ ®VIA© ¯·ÚÓ ˙Â„Â˜
¯·ÚÓ È¯ÂÁ  ¯È„‚ ˙ÈÂˆÈÁ‰  ‰¯Â˘‰ ¯Â·Ú
˙ÈÓÈÙ‰ ÌÈÈÙ‰ ˙¯Â˘ ¯Â·ÚÂ Ê¯‡ÓÏ ıÂÁÓ
Ì˘ Ì˜ÓÂ Ê¯‡Ó‰ ÍÂ˙· ÁË˘‰ ˙‡ Ïˆ
˙„Â˜ Â¯Â·Ú  ÂÂ‰È ¯˘‡  ¯·ÚÓ‰ È¯ÂÁ ˙‡
ÂÏ Â¯ÊÚÈ ÂÏ‡ ¯·ÚÓ È¯ÂÁ ¨®≥ ¯ÂÈ‡© ‰‡ÈˆÈ
Í¯„  ·ÈÎ¯‰Ó ÌÈÎÈÏÂÓ‰ Ï˘ ‰ÒÈ¯Ù  Úˆ·Ï
·Â˙ÈÏ ˜˜„Ê ‡Ï˘ ÍÎ ˙ÂÙÒÂ ˙Â·Î˘

ÆÌÈ„Ù‰ ÔÈ· ÌÈÎÈÏÂÓ Ï˘ È¯˘Ù‡ È˙Ï·
˙Â¯Â˘ ≥ ÏÚ· ·ÈÎ¯ ÏÈÎÓ ¯˘‡ ÒÈË¯Î·
∞Æµ Ï˘ ˜Á¯Ó· ÔÎ ÂÓÎÂ ‰ÏÚÓÂ ÌÈÈÙ Ï˘
Æ¯˙ÂÈ „ÂÚ Í·ÂÒÓ ¯·„‰ ‰ËÓÂ Ó¢Ó pitch
Â˘Ó˙˘‰ Â· ¨Ì„Â˜‰ ‰¯˜Ó· ÔÂ¯˙Ù‰
ÂÈ‡ ¨·ÈÎ¯‰Ó ‰‡ÈˆÈ‰ ˙·ÂËÏ ¯·ÚÓ È¯ÂÁ·
Ï˘ ˙ÂÈÚˆÓ‡‰  ˙Â¯Â˘‰  ¯Â·ÈÁ ÆÈ¯˘Ù‡
ËÂÂÈÁ ıÏ‡Ó ®VIA© ¯·ÚÓ ˙Â„Â˜Ï ÌÈÈÙ‰
¯·Â„Ó ÈÎ ¨ÌÈ˘È ÂÈ‡ ‰Ê ·Â˙È ¨ÌÈÈÙ‰ ÔÈ·

Æ„·Ï· ÏÈÓ ¥ Ï˘ ·ÁÂ¯ ˙ÚÂˆ¯ ÏÚ
˘Ó˙˘‰Ï ÂÈÏÚ ‰ÓÂ˘ ¨ÂÏ‡ ˙Â·ÈÒ·

מ"מ 0.5 של Pitch בעלי לנתב בין שני פינים ניתן לא - הבעיה: איור 2

פינים 2 שורות של 0.5mm המכיל pitch BGA בעל רכיב ניתוב - 3 איור
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˙‡¯˜˘ ˙ÈÒÁÈ ‰˘„Á ‰È‚ÂÏÂÎË·
µ–Î ¯·Î ˙ÓÈÈ˜ ÂÊ ‰È‚ÂÏÂÎË ÆVia-In-Pad
Ì˙ÒÈÎ ÌÚ ‰Â¯Á‡Ï ˜¯ Í‡ ˜Â˘· ÌÈ˘
–È˘Á ‰˘Ó ‰Ï·È˜ ÌÈÙÂÙˆ‰ ÌÈ·ÈÎ¯‰ Ï˘
Ì˜ÓÏ ÂÏ ¯˘Ù‡È ‰Ê ÍÈÏ‰˙· ˘ÂÓÈ˘ Æ˙Â·
È¯ÂÁ ÆÊ¯‡Ó‰ Ï˘ ÌÈ„Ù‰ ÍÂ˙· ¯·ÚÓ È¯ÂÁ
¨MicroVia Ì˘· Ì‚  ÌÈ‡¯˜‰ ¨ÂÏ‡ ¯·ÚÓ
Ô¯˜ ·Ï˘Ó‰ ¯˜È ¯ÂˆÈÈ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÚˆ·˙Ó
˙Â¯È˘È Â¯·ÚÈ ¨ÂÊ ‰ËÈ˘· ÌÈÎÈÏÂÓ‰ Æ¯ÊÈÈÏ
˙Â¯Á‡ ˙Â·Î˘Ï ¯·ÚÓ‰ ¯ÂÁ Í¯„ „Ù‰Ó

ÆÏ‚ÚÓ· ˙ÂÈÂˆ¯‰ ˙Â„Â˜Ï Ì˘ÓÂ
Ï˘ ˙È‚ÂÏÂÎË ‰Ï·‚ÓÓ ‰‡ˆÂ˙Î ¨ÌÂÈÎ
Í¯„ ‰Ê ¯ÊÈÈÏ ÁÂ„È˜ Úˆ·Ï Ô˙È PCB–‰ È¯ˆÈ
ÍÂ¯Î ‰Ê ÍÈÏ‰˙ Ô·ÂÓÎ ÆÌÂÓÈÒ˜Ó ˙Â·Î˘ ≥
ÆÚÓ È˙Ï· ‡Â‰ ÌÈ˙ÈÚÏ Í‡ ˙ÂÏÚ ˙ÙÒÂ˙·

ÌÈÎÈÏÂÓ ˙ÒÈ¯Ù ÌÈÚˆ·Ó Â‡ Â· ‰¯˜Ó·
Ï˘ ‰ÏÚÓÂ  ˙Â¯Â˘  ≥  ÏÈÎÓ‰  ·ÈÎ¯ ¯Â·Ú
¨∞Æµmm Ï˘ pitch ÈÏÚ· IØO ˙ÂÒÈÎØ˙Â‡ÈˆÈ
˙Â„Â˜ ≤ ÏÎ ÔÈ·˘ ÍÎ ¯·ÚÓ‰ È¯ÂÁ ˙‡ ÔÎ˙
ÆÏÈÓ ±≤ Ï˘ ˜Á¯Ó ‰È‰È ‰‰Ê ‰·Î˘· ‰‡ÈˆÈ
¥ È·ÂÚ· ÍÈÏÂÓ Ï˘ ‰¯·Ú‰ ¯˘Ù‡Ó ‰Ê ˜Á¯Ó
È˜ ¯ÂÊ‡ ˙¯ÈÓ˘ ˙Ú· ‰·Â ÌÈ¯ÂÁ‰ ÔÈ· ÏÈÓ

ÆÂÈ„„ˆ È˘Ï ÍÈÏÂÓ‰ ÔÈ· ÏÈÓ ¥ Ï˘
È¯ÂÁ  ÔÂÎ˙ ˙‡ ˙Â‡¯Ï Ô˙È ¥  ¯ÂÈ‡·
¨ÌÈ„Ù‰Ó ÌÈ‡ˆÂÈ‰ ®micro VIA© ¯·ÚÓ‰
ÁÂ„È˜ ÆÌÈÈÙ Ï˘  ˙Â¯Â˘‰ ˘ÂÏ˘ ¯Â·Ú

ÍÎ Úˆ·˙Ó ˙ÂÈËÂÂÏ¯‰ ˙Â·Î˘Ï ÌÈ¯ÂÁ‰
˙Â„Â˜ ≤ ÔÈ·  ÏÈÓ ±≤  Ï˘ ˜Á¯Ó ¯Ó˘˘
ÍÈÏÂÓ  Ï˘ ¯·ÚÓ ¯˘Ù‡Ó ¯˘‡  ˙ÂÎÂÓÒ

ÆÌ‰ÈÈ· ÏÈÓ ¥ È·ÂÚ·
–È¯Ù· ˙Â˘ÈÓ‚ ˙¯˘Ù‡Ó‰ ˙ÙÒÂ ‰ËÈ˘
ÆBlind-Via  ˙‡¯˜ ·ÈÎ¯‰Ó  ÌÈÎÈÏÂÓ‰ ˙Ò
ÍÂ˙·  ÌÈÓ˜ÂÓÓ‰ ¯·ÚÓ È¯ÂÁ ÏÚ  ¯·Â„Ó
¯È·Ú‰Ï  Ô˙È ÂÊ ‰È‚ÂÏÂÎË·  Æ˙Â·Î˘‰
ÍÎ ¨˙Â¯Á· ˙ÂÈÓÈÙ ˙Â·Î˘ ÔÈ· ÍÈÏÂÓ
¯·ÚÓ È¯ÂÁÏ ˙Á˙ÓÂ ÏÚÓ ¯˙Â‰  ÁË˘‰˘
Ô˙È ÍÎ·Â ·Â˙È ˙·ÂËÏ ÈÂÙ ¯‡˘ ÂÏ‡

Æ˙Â·Î˘‰ ˙ÂÓÎ· ÍÂÒÁÏ
¯Ê˙‰Ï ˘È ÒÈË¯Î‰ ˙ÂÏÚ· ÍÂÒÁÏ È„Î
Micro–‰ È¯ÂÁ· ˘ÂÓÈ˘Ó Ô˙È˘ ‰ÓÎ „Ú
–Ù‰ÂØ˙ÈÂˆÈÁ‰ ‰¯Â˘‰ ˙‡ ‡Ó‚Â„Ï ÆVIA
˘È ·ÈÎ¯ ÏÎ· ÌÈÈÙ‰ Ï˘ ®Ô˙È Ì‡© ˙ÈÓÈ
–ÂÓÈ ¯˘‡ ÌÈÏÈ‚¯ ¯·ÚÓ È¯ÂÁ ˙¯ÊÚ· ·˙Ï
ÍÂÒÁÏ ÍÎ·Â ÂÊÎ¯Ó· Â‡ ØÊ¯‡ÓÏ ıÂÁÓ ÂÓ˜

Æ¯ÂˆÈÈ‰ ˙ÂÏÚ·
˙Á‡ ‰ËÈ˘·  ˘Ó˙˘‰Ï  ÛÈ„Ú ÛÒÂ·
˙ÂÂ˘ ˙ÂËÈ˘  Æ¯·ÚÓ È¯ÂÁ  ÔÂÎ˙· „·Ï·
¯ÂˆÈÈ  ÈÎÈÏ‰˙ ÆÌÈÂ˘ ÌÈÎÈÏ‰˙  ˙Â˘¯Â„
ÏÎÎ ÆÒÈË¯Î‰ ¯ÈÁÓ  ˙‡ ÌÈ¯˜ÈÈÓ ÌÈÙÒÂ
ÍÎ ¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ˙ÂËÈ˘‰ ÔÈ· ˙ÂÂ˘‰˘

Æ¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ PCB–‰ ˙ÂÏÚ
˙Á‡ ‰ËÈ˘·  ˘Ó˙˘‰Ï  ÛÈ„Ú ÛÒÂ·

˙ÂÂ˘ ˙ÂËÈ˘  Æ¯·ÚÓ È¯ÂÁ  ÔÂÎ˙· „·Ï·
¯ÂˆÈÈ  ÈÎÈÏ‰˙ ÆÌÈÂ˘ ÌÈÎÈÏ‰˙  ˙Â˘¯Â„
ÏÎÎ ÆÒÈË¯Î‰ ¯ÈÁÓ  ˙‡ ÌÈ¯˜ÈÈÓ ÌÈÙÒÂ
ÍÎ ¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ˙ÂËÈ˘‰ ÔÈ· ˙ÂÂ˘‰˘

Æ¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ PCB–‰ ˙ÂÏÚ
ÆÒÈË¯Î‰ È·ÂÚÏ Ì‚ ·Ï ÌÈ˘Ï ÈÂ‡¯
È·ÂÚ  ÔÈ·  ÒÁÈ‰ ˙‡ ÏÈ„‚Ó  ‰·Ú  ÒÈË¯Î
®Aspect Ratio© VIA–‰ ¯ËÂ˜ ÔÈ·Ï ÒÈË¯Î‰
ÌÈ˙ÈÚÏ ÆÏ‚ÚÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯ÂˆÈ‰ ÏÚ ÚÈÙ˘ÓÂ
È„Î Ì‡˙‰· VIA–‰ ¯ËÂ˜ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ˘¯„
–‰ ÌÂ˜ÈÓ· È˘Â˜‰ Ê‡Â ‰Ê ÒÁÈ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï

ÆÌÈÈ˙Ú·˘ Ï„‚ Ï‚ÚÓ· VIA

?SOCKETַהײ עם עושים מה
BGA È·ÈÎ¯Ï ®Socket© ˙·˘Â˙· ˘ÂÓÈ˘‰
ÌÈÒ„‰ÓÏ ¯˘Ù‡ÓÂ ‰Â¯Á‡Ï ‰ÙÂ˙ ÒÙÂ˙
È·Ï˘·  ˙ÈÏ‡ÂÈˆ˜ÂÙ ˙Â˘ÈÓ‚Ó  ˙Â‰ÈÏ
˙ÂÚÈ‚Ó ÔÎ Ì‚ ÌÈ˙ÈÚÏ ÂÏ‡ ˙Â·˘Â  ̇ÆÁÂ˙ÈÙ‰
∞Æµmm  ¯ÂÚÈ˘· ÌÈÈÙ Í¯ÚÓ Ï˘  ‰¯Âˆ˙·
¯·Î ÔÂÁ·Ï ·Â˘Á ÂÏ‡ ÌÈ·ÈÎ¯· Æ‰ËÓÂ pitch
‰Ó˘‰‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ˙·˘Â˙‰ ˙¯ÈÁ· ·Ï˘·
‰Ó˘‰‰ ˙ÈÈ‚ÂÏÂÎË Ì‡ ÆÒÙ„ÂÓ‰ Ï‚ÚÓÏ
·Â˙È ÈÊ‡ SMT ‡È‰ Ï‚ÚÓ‰ ÏÚ ‰Ê ·ÈÎ¯ Ï˘
Ï˘ ‰ÊÏ ˙ÈÂ¯˜Ú ‰‰Ê ÔÙÂ‡· Úˆ·˙È ÌÈÈÙ‰
˙¯ÈÓ˘ ËÚÓÏ© ÆPitch Â˙Â‡ ÏÚ· SMT ·ÈÎ¯
–Â˙Ï ·È·ÒÓ ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ÌÈ·ÈÎ¯Ó È˜  ¯ÂÊ‡
¯˘‡Î ‡È‰ ‰ÈÚ·‰ ®‰Â·‚‰ ÌÂÁ‰ ·˜Ú ˙·˘
ÆTÆU ‡È‰ ·ÈÎ¯‰ Ï˘ ‰Ó˘‰‰ ˙ÈÈ‚ÂÏÂÎË
–Â˙‰ ¯Â·ÈÁ ÔÙÂ‡  ¨¯ÂÓ‡Ï  ¨®Through-Hole©
˘¯„ ¯˘‡ ÌÈÈÙ ˙¯ÊÚ· ‡Â‰ PCB–Ï ˙·˘
ÒÈË¯Î·  ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ¯ÂÁÏ  Ì¯È„Á‰Ï
È·ÂÚ ÏÎ ˙‡ ÌÈ¯„ÂÁ ÂÏ‡ ÌÈ¯ÂÁ ÆÈÏÓ˘Á‰
˘ÂÓÈ˘ ÔÎÏ ¨˙Â·Î˘‰ Í¯Â‡ ÏÎÏ PCB–‰
‡Ï ·Â˙È Í¯ÂˆÏ ‰Ê ‰¯˜Ó· Microvia–·
ÌÈ¯ÂÁ ÌÈÓÈÈ˜ ¨PCB–‰ Í˙Á ÏÎÏ ÈÎ ¯ÂÊÚÈ
Ï˘ ‰¯˜Ó·© ÏÈÓ ¥ ‡Â‰ Ì‰ÈÈ· ˜Á¯Ó‰˘
·Â˙È ÏÏÎ ¯˘Ù‡Ó ÂÈ‡ ¯˘‡ ®Pitch ∞Æµmm
‰ÏÂÎÈ ‰È‡ ‰Ê ‚ÂÒÓ TÆU ˙·˘Â˙ ÆÌ‰ÈÈ·
˙¯Á‡ ¨ÌÈÈÙ Ï˘ ˙Á‡ ‰¯Â˘Ó ¯˙ÂÈ ÏÈÎ‰Ï
˙Â¯Â˘‰ ¯˙È ˙‡ ·˙Ï ‰È‰È Ô˙È ‡Ï ËÂ˘Ù

Æ®µ ¯ÂÈ‡© ˙ÂÈÓÈÙ‰
ÌÈ·ÈÎ¯‰ ÈÊ¯‡Ó Ï˘ ‡·‰ ¯Â„‰ ¨ÌÂÎÈÒÏ
ÈÎ¯ÂÚÂ  ÌÈÒ„‰Ó‰ ÈÙ· ·ÈˆÓ  ÌÈÙÂÙˆ‰
·Â˘Á ÆÌÈËÂ˘Ù ‡Ï ÔÂÎ˙ È¯‚˙‡ ÌÈÏ‚ÚÓ‰
ÔÂ¯˙Ù‰ ˙‚˘‰Ï Í¯„‰ ¨·Â¯Ï ÈÎ ÔÈÈˆÏ
ÔÂÎ  ÔÂÎ˙ ÆÂÓˆÚ ÔÂ¯˙Ù‰Ó ¯˙ÂÈ  ‰·Â˘Á
„ÁÈÂ ¨ÁÂ˙ÈÙ‰  ˙Â˘È¯„·  „ÓÂÚ˘ ‰ÊÎ ‡Â‰
–‰Â ¯ÂˆÈÈ‰ ÈˆÂÏÈ‡· Ì‚ ·˘Á˙Ó ˙‡Ê ÌÚ
ÈÎ¯ÂÚÂ ÌÈÒ„‰Ó‰ ÏÚ ÆÒÈË¯Î‰ Ï˘ ‰·Î¯‰
‰È‚ÂÏÂÎË‰ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ˙‡ ¯ÈÎ‰Ï ÌÈÏ‚ÚÓ‰
ÂÁÈË·È˘ ˙ÂÈ˙¯ÈˆÈ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ·Â˘ÁÏÂ
˙‚˘‰ ÌÚ „ÁÈ ¯ˆÂÓÏ ÌÈ‰Â·‚ ÌÈÚÂˆÈ·
ÔÓÊ  ÌÂÓÈÈÓÂ ÒÈË¯ÎÏ ˙ÈÏ‡ÓÈÈÓ  ˙ÂÏÚ

Æ˜Â˘Ï ‰·Â‚˙

מ"מ 0.5 של Pitch בגודל פינים של שורות ומעלה בעל 3 מרכיב מוליכים פריסת - תכנון איור 4

הפנימית בשורת הפינים להשתמש - לא ניתן 0.5mm T.U. Socket BGA - 5 איור

∂¥≤∞∞∑ ËÒÂ‚Â‡www.hi-tech.co.il
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